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Laserplotters

Die Erfindung beschreibt ein Verfahren und einen
Laserplotter (1), insbesondere Flachbett-Laserplotter,
zum Abarbeiten zumindest eines Jobs (2) fiir das
Schneiden, Gravieren, Markieren und/oder
Beschriften eines vorzugsweise flachen Werkstiickes
(3), der zumindest ein Gehduse (4) mit einem
Bearbeitungsraum (5) zum Positionieren eines
Werkstiickes (3) auf einem Bearbeitungstisch (7)
ausbildet, wobei dieser zumindest eine Strahlenquelle
(8) in Form eines Lasers (9) und eine Steuereinheit
(10) zum Steuern des (ber vorzugsweise einen
Riemenantrieb betriebenen Schlittens (11) mit daran
verfahrbar angeordneter Fokussiereinheit (12) bzw.
Laserkopf (12) aufweist. Mehrere Werkstlicke (3) sind
dabei gleichzeitig bearbeitbar und die Steuereinheit
(10) ist zum Aufteilen einer maximal méglichen
Bearbeitungsfliche des Bearbeitungstisches (7) in
mehrere virtuelle Bereiche, sogenannte Areas (21),
und zum  Zuweisen in  Sektionen/logische
Bearbeitungsbereiche (26) ausgebildet, auf welchen
Jobs (2) mit unterschiedlichen
Parametern/Einstellungen auf verschiedenen
Werkstticken (3) und unterschiedlichen Materialien je
nach Vorgabe vom Job (2) anwendbar sind, wobei
jedem virtuellen Bereich, insbesondere Area (21), ein
Sicherheitsbereich (22) zugeordnet ist, der bei
zusammenlegen zumindest zweier Areas (21) in
diesem Bereich inaktiv ist, um eine durchgehende
Bearbeitung zu erméglichen.
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Beschreibung

LASERPLOTTER UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES LASERPLOTTERS, INSBE-
SONDERE EINES FLACHBETT-LASERPLOTTERS

[0001] Die Erfindung betrifft einen Laserplotter zum Abarbeiten eines Jobs fiir das Schneiden,
Gravieren, Markieren und/oder Beschriften eines vorzugsweisen flachen Werkstiickes und ein
Verfahren zum Betreiben eines Laserplotters, wie sie in den Anspriichen 1 und 9 beschrieben
sind.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Flachbettlasersysteme bekannt, die Gber einen mit Rie-
menantrieb betriebenen Schlitten, an dem eine Fokussiereinheit bzw. Laserkopf ebenfalls ver-
stellbar ist, ausgestattet sind. Vorzugsweise werden dabei flachige Werkstiicke, wie Papier, Plat-
ten, Textilien, usw. Uber einen Laser, insbesondere Laserstrahl, bearbeitet. Bei dem Laserplotter
ist/wird in einem Geh&use eine Strahlquellen in Form eines Lasers eingesetzt, der auf das zu
bearbeitendes Werkstiick einwirkt, wobei das Werkstlick in einem Bearbeitungsraum am Bear-
beitungstisch abgelegt ist/wird und ein von der Strahlquelle abgegebener Laserstrahl wird Gber
Umlenkelemente an eine Fokussiereinheit bzw. Laserkopf gesendet. Von dem Laserkopf wird der
Laserstrahl in Richtung Werkstlick abgelenkt und zur Bearbeitung fokussiert. Uber eine Steuer-
einheit erfolgt die Positionssteuerung zum Werkstiick durch eine laufende Software, sodass das
Werkstlick bevorzugt zeilenweise durch Verstellung eines Schlittens ber vorzugsweise einem
Riemenantrieb in X-Y-Richtung bearbeitet wird. Hierbei kann durch vorzugsweises zeilenweises
Abtragen von Material eine Gravur erzeugt werden, sowie durch Abfahren einer vorgegebenen
Geometrie (nicht zeilenweise) ein Schneidprozess durchgefiihrt werden, wobei hierzu vorzugs-
weise Vektoren (Linien und Kurven einer Geometrie) verwendet werden. Damit die bei der Bear-
beitung entstehende Abgase bzw. Dampfe abgesaugt werden kénnen, ist zumindest eine Ab-
saugvorrichtung angeordnet.

[0003] Hierbei ist aus der WO 2021/159158 A1 eine Mdglichkeit der Anmelderin bekannt, bei der
zwischen dem Schlitten und einer Bearbeitungsoberflache des Bearbeitungsraums ein Absaug-
balken zum Absaugen der bei der Bearbeitung des Werkstlickes durch einen Laserstrahl entste-
hende Abgase bzw. Dampfe angeordnet ist.

[0004] Derartige Laserplotter weisen den Nachteil auf, dass Werkstlicke aus unterschiedlichen
Materialien nacheinander eingelegt und bearbeitet werden miissen, wozu auch immer der Job
angepasst oder neu geladen werden muss.

[0005] Die CN 116038138 A beschriebt einen Laserplotter zur Bearbeitung eines einzelnen
Werkstlicks mit unterschiedlichen Materialeigenschaften. Die Bearbeitungsflache wird in mehrere
virtuellen Bereiche aufgeteilt, wobei jedem Bereich spezifische Bearbeitungsparameter zugeord-
net werden. Dies ermdglicht die Anpassung der Laserleistung an verschiedene Dicken und Ei-
genschaften des Werkstiicks. Nachteilig ist hierbei, dass die Aufteilung und Anpassung der Be-
arbeitungsparameter nur auf ein einzelnes Werkstlick beschrankt ist.

[0006] Die Aufgabe der Erfindung liegt darin, einen Laserplotter sowie ein Verfahren zu schaffen,
bei dem einerseits die obgenannten Nachteile vermieden werden und andererseits die Bedienung
des Laserplotters vereinfacht wird.

[0007] Die Aufgabe wird durch die Erfindung, insbesondere durch die unabhangigen Anspriiche
1 und 10, geldst. Vorteilhafte Ausbildungen und MaBnahmen sind in den Unteranspriichen be-
schrieben.

[0008] Die Aufgabe der Erfindung wird durch einen Laserplotter geldst, bei dem mehrere Werk-
stlicke (3) gleichzeitig bearbeitbar sind und die Steuereinheit (10) zum Aufteilen einer maximal
moglichen Bearbeitungsflache des Bearbeitungstisches (7) in mehrere virtuelle Bereiche, soge-
nannte Areas (21), und zum Zuweisen in Sektionen/logische Bearbeitungsbereiche (26) ausge-
bildet ist, auf welchen Jobs (2) mit unterschiedlichen Parametern/Einstellungen auf verschiede-
nen Werkstlicken (3) und unterschiedlichen Materialien je nach Vorgabe vom Job (2) anwendbar
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sind, wobei jedem virtuellen Bereich, insbesondere Area (21), ein Sicherheitsbereich (22) zuge-
ordnet ist, der bei Zusammenlegen zumindest zweier Areas (21) in diesem Bereich inaktiv ist, um
eine durchgehende Bearbeitung zu ermdglichen.

Vorteilhaft ist hierbei, dass damit erstmals die Méglichkeit geschaffen wird, dass unterschiedliche
Werkstlicke aus unterschiedlichem Material auf dem Bearbeitungstisch aufgelegt und in einem
vorzugsweise durchgéngigen Bearbeitungsprozess abgearbeitet werden kénnen. Dies ist des-
halb méglich, da die einzelnen Areas als getrennte Tische betrachtet werden, sodass jeder Tisch
auch einen eigenen Job zugeteilt wird. Vorteilhaft ist weiters, dass die zu verarbeitenden Jobs in
einen Bearbeitungsprozess zusammengefasst werden und somit der gesamte Bearbeitungstisch
mit den einzelnen Tischen/Areas ohne Unterbrechung bearbeitet werden, d.h., dass die einge-
legten Werkstiicke vorzugsweise ohne Unterbrechung bearbeitet werden. Hierbei hat sich als
vorteilhaft herausgestellt, wenn Werkstiick fir Werkstiick nacheinander abgearbeitet wird, da da-
mit nicht standig die Laserkopfhéhe fir die Werkstiickhéhe angepasst werden muss. Erfindungs-
gemas ist vorgesehen, dass jeden Area ein Sicherheitsbereich zugeordnet ist, der bei zusam-
menlegen zumindest zweier Areas in diesem Bereich inaktiv ist, um eine durchgehende Bearbei-
tung zu ermdglichen. Dadurch wird erreicht, dass durch die Bildung des Sicherheitsbereichs eine
Kollision des Laserkopfes am benachbarten Werkstiick verhindert wird, da der Laserkopf nicht in
den Sicherheitsbereich hinein bearbeiten darf. Werden allerdings zwei Areas zu einem Area ver-
bunden, um einen gréBeren Tisch zur Verfligung zu haben, so wird automatisch der die beiden
Areas begrenzende Sicherheitsbereich deaktiviert, um das Bearbeitung tiber den gesamten Be-
reich zu ermdglichen.

[0009] Es ist eine Ausbildung von Vorteil, bei der die Steuereinheit zum Erzeugen eines Bearbei-
tungsprozess aus den Jobs flr die virtuellen Bearbeitungsbereiche, insbesondere Areas, ausge-
bildet ist. Dadurch wird erreicht, dass nicht nach jedem Job der nachste Job manuell gestartet
werden muss, sondern ein Bearbeitungsprozess fiir alle Jobs geschaffen wird, der die einzelnen
Jobs nacheinander automatisch abarbeitet.

[0010] Es ist eine Ausbildung von Vorteil, bei der zum Ansteuern des Laserplotters oder zum
Erstellen des bzw. der Jobs eine externe Komponente, insbesondere ein Laptop, angeschlossen
bzw. verbunden ist. Dadurch wird erreicht, dass eine einfache Steuerung, Parametrisierung, usw.
des Laserplotters mdglich ist. Hierzu kann auch eine eigene Software-Anwendung beispielsweise
Ruby auf der externen Komponente laufen, die die Verwaltung, Erstellung, Parametrisierung ver-
einfacht.

[0011] Von Vorteil ist eine Ausbildung, bei der an der externen Komponente, insbesondere am
Laptop, eine oder mehrere Sektionen auswahlbar sind, die korrespondierend die virtuellen Areas
am Laserplotter auswahlen und aktivieren. Dadurch wird erreicht, dass eine einfache Auswahl
von virtuellen Bereichen getroffen werden kann. Hierzu kann beispielsweise durch einfaches oder
doppeltes Anklicken einer Sektion diese Sektion an der Software vergréBert werden, um einen
Text oder Grafik zu erstellen und die entsprechenden Parameter, wie beispielsweise Materialdi-
cke, Materialart, Laserleistung, Bearbeitungsart, usw., einzustellen. Somit ist eine einfache Hand-
habung zum Erstellen eines Jobs fir eine Sektion mdglich. Selbstverstandlich ist diese Funktion
auch Uber die interne Bedienereinheit moglich.

[0012] Es ist eine Ausbildung von Vorteil, bei der an der externen Komponente, insbesondere
Laptop, einer Sektion mehrere virtuelle Bereiche, insbesondere Areas, zuordenbar ist. Dadurch
wird erreicht, dass damit gréBere Bereiche fiir groBere Werkstiicke geschaffen werden kénnen,
wobei trotzdem die unterschiedlichen Sektionen mit unterschiedlichen Werkstiicken aus unter-
schiedlichen Materialen bestlickt werden kénnen.

[0013] Vorteilhaft ist eine Ausbildung, bei der ein sogenannter Tandem-Betrieb mdglich ist, bei
dem eine durch den Bearbeitungstisch verlaufende Sicherheitsabschirmung den Bearbeitungs-
bereich des Lasers bzw. Laserplotters vom Entnahme/Beladebereich trennt. Dadurch wird er-
reicht, dass im Tandem- Betrieb abwechselnd die beiden Tischhélften bearbeitet bzw. beladen
oder entladen werden kénnen. Hierbei ist jedoch wiederum die Aufteilung der Tischflache in
Areas/Sektionen mdéglich, sodass auch in Tandem-Betrieb Werkstiicke aus unterschiedlichen
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Materialien in einem Bearbeitungsprozess bearbeitet werden kénnen.

[0014] Vorteilhaft ist die Ausbildung, bei der Fix-/Anschlagpunkte auf der maximalen Bearbei-
tungsflache insbesondere die vier Ecken des Bearbeitungstisches, fiir den jeweiligen virtuellen
Bereich, insbesondere Area auch als initialer Startpunkt fir die Sektionen / logischen Bearbei-
tungsbereiche definiert ist. Dadurch wird erreicht, dass in jeden Area ein Eckbereich vorhanden
ist, an dem das Werkstiick angelegt werden kann und somit ein einfacher Startpunkt flir den Laser
geschaffen wird.

[0015] Es ist eine Ausbildung von Vorteil, bei der vor dem Start des Bearbeitungsprozesses aus
mehreren Jobs die tatsachlichen Startpunkte in den einzelnen Sektionen / virtuellen Bearbei-
tungsbereichen relativ zum jeweiligen initialen Startpunkt einstellbar sind. Dadurch wird eine in-
dividuale Anpassung des Startpunktes ermdglicht.

[0016] Die Aufgabe der Erfindung wird aber auch durch ein Verfahren zum Betreiben eines La-
serplotters, insbesondere eines Flachbett-Laserplotters, geldst, bei dem mehrere Werkstiicke (3)
gleichzeitig bearbeitet werden, wobei die maximal mégliche Bearbeitungsflache des Bearbei-
tungstisches (7) in mehrere virtuelle Bereiche, sogenannte Areas (21), aufgeteilt und durch die
Steuereinheit (10) in Sektionen/logische Bearbeitungsbereiche (26) zugewiesen wird, auf wel-
chen Jobs (2) mit unterschiedlichen Parametern/Einstellungen auf verschiedenen Werkstiicken
(3) und unterschiedlichen Materialien je nach Vorgabe vom Job (2) angewandt werden, wobei
jeder virtuelle Bereich, insbesondere Area / virtuelle Bearbeitungsflache (21), einen Sicherheits-
bereich (22) aufweist, der beim Zusammenlegen zumindest zweier Areas (21) zu einer Sektion
(26) in diesem Bereich deaktiviert wird, um eine durchgehende Bearbeitungsflache innerhalb die-
ser Sektion / logischen Bearbeitungsbereiches (26) auf dem Bearbeitungstisch (7) zu schaffen.
Vorteilhaft ist hierbei, dass erstmals die Mdglichkeit geschaffen wird, dass unterschiedliche Werk-
stlicke aus unterschiedlichen Materialien in einem Bearbeitungsprozess bearbeitet werden kén-
nen. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass damit individual der Bearbeitungstisch aufgeteilt werden
kann. Erfindungsgeman ist vorgesehen, dass jede Area / virtuelle Bearbeitungsflache einen Si-
cherheitsbereich aufweist, der beim Zusammenlegen zumindest zweier Areas zu einer Sektion in
diesem Bereich deaktiviert wird, um eine durchgehende Bearbeitungsflache innerhalb dieser Sek-
tion / logischen Bearbeitungsbereiches auf dem Bearbeitungstisch zu schaffen. Dadurch wird er-
reicht, dass eine individuale Anpassung der Tischeinteilung geschaffen wird.

[0017] Es sind MaBnahmen von Vorteil, bei denen aus den zugeordneten Jobs je Sektion / logi-
scher Bearbeitungsbereich, insbesondere Area, ein gemeinsamer Bearbeitungsprozess von der
Steuereinheit oder der externen Komponente, insbesondere Laptop, erzeugt wird. Dadurch wird
erreicht, dass die Bearbeitung des gesamten Bearbeitungstisch auch mit unterschiedlichen Werk-
stiicken aus unterschiedlichen Materialen in einem Arbeitsschritt bzw. Zug, also ohne Pause,
mdoglich ist.

[0018] Es sind die MaBnahmen von Vorteil, bei denen zum Ansteuern des Laserplotters oder
zum Erstellen des bzw. der Jobs eine externe Komponente, insbesondere ein Laptop, mit dem
Laserplotter verbunden wird. Dadurch wird erreicht, dass damit eine einfache Mdglichkeit ge-
schaffen wird, um die bestmdgliche Steuerung des Laserplotters zu schaffen.

[0019] Von Vorteil sind die MaBnahmen, bei denen an der externen Komponente, insbesondere
am Laptop, Sektionen definiert werden, die entsprechend die virtuellen Areas am Laserplotter
auswahlen, verbinden und aktivieren. Dadurch wird eine einfache Mdglichkeit geschaffen, um
eine individuale Anpassung des Bearbeitungstisch zu ermdglichen. Dies ist ebenfalls tber die
Bedieneinheit des Laserplotters mdglich.

[0020] Vorteilhaft sind die MaBnahmen, bei denen Fix-/Anschlagpunkte auf der maximalen Be-
arbeitungsflache insbesondere die vier Ecken des Bearbeitungstisches, fir den jeweiligen virtu-
ellen Bereich, insbesondere Area den Startpunkt fiir die Area definiert. Dadurch wird erreicht,
dass jeder Area auch einen definierten Startpunkt aufweist, an dem das Werkstilick einfach an-
gelegt werden kann.

[0021] Vorteilhaft sind die MaBnahmen, bei denen ein sogenannter Tandem-Betrieb fiir den La-
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serplotter ausgewahlt wird, bei dem eine Sicherheitsabschirmung aktiviert wird, welche zwei Sek-
tionen, die jeweils aus virtuellen Bereichen / Areas von einer Seite der Abschirmung konfiguriert
sind, zueinander abschirmt, um so eine hauptzeitparallele Be- und Entladung der Sektionen si-
cher zu gewahrleisten. Dadurch wird erreicht, dass immer eine Hélfte des Bearbeitungstisch be-
laden werden kann und die andere Halfte den Bearbeitungsprozess durchfiihrt.

[0022] Es sind die MaBnahmen von Vorteil, bei denen vor dem Start des Bearbeitungsprozesses
aus mehreren Jobs die Startpunkte in den einzelnen virtuellen Bearbeitungsbereichen eingestellt
werden. Dadurch wird erreicht, dass eine flexible Méglichkeit geschaffen wird.

[0023] SchlieBlich sind die MaBnahmen von Vorteil, bei denen vor dem Start des Bearbeitungs-
prozesses aus mehreren Jobs die Fokussierung automatisch auf einen definierten Punkt erfolgt.
Dadurch wird erreicht, dass ein individualer Startpunkt fiir jede Sektion / Area festgelegt werden
kann.

[0024] Die Erfindung wird anschlieBend in Form von Ausflhrungsbeispielen beschrieben, wobei
darauf hingewiesen wird, dass die Erfindung nicht auf die dargestellten und beschriebenen Aus-
fihrungsbeispiele bzw. Lésungen begrenzt ist.

[0025] Es zeigen:

[0026] Fig.1  eine schaubildliche Darstellung eines Laserplotters bei der Bearbeitung eines
Werkstlickes mit ausgefahrener Sicherheitsabschirmung, in vereinfachter, sche-
matischer Darstellung;

[0027] Fig. 2 eine Draufsicht auf dem Bearbeitungstisch mit strichliert dargestellten Areas, in
vereinfachter, schematischer Darstellung;

[0028] Fig. 3 eine Vorderansicht einer externen Komponente mit der Anwender-Software zur
Konfiguration eines Laserplotters geman Figur 1, in vereinfachter, schematischer
Darstellung;

[0029] Fig. 4 eine Vorderansicht einer externen Komponente mit der Anwender-Software und
aktivierten vier virtuelle Sektionen, in vereinfachter, schematischer Darstellung;

[0030] Fig. 5 eine Vorderansicht einer externen Komponente mit der Anwender-Software und
aktivierten drei virtuelle Sektionen, in vereinfachter, schematischer Darstellung;

[0031] Fig. 6 eine Vorderansicht einer externen Komponente mit der Anwender-Software und
aktivierten zwei virtuelle Sektionen, in vereinfachter, schematischer Darstellung;

[0032] Fig. 7 eine Vorderansicht einer externen Komponente mit der Anwender-Software und
aktivierten drei virtuelle Sektionen im Tandem-Betrieb, in vereinfachter, schema-
tischer Darstellung;

[0033] Fig. 8 eine schaubildliche Darstellung des Laserplotters mit vier Areas und eingelegten
Werkstlicken, in vereinfachter, schematischer Darstellung;

[0034] Fig. 9 eine schaubildliche Darstellung des Laserplotters im Tandem-Betrieb mit drei

Areas und nur halb bestiickten Bearbeitungstisch, in vereinfachter, schemati-
scher Darstellung;

[0035] Fig.10 eine schaubildliche Darstellung des Laserplotters im Tandem-Betrieb mit drei
Areas und mit voll bestiickten Bearbeitungstisch, in vereinfachter, schematischer
Darstellung.

[0036] Einflhrend sei festgehalten, dass in den unterschiedlichen Ausfiihrungsformen gleiche
Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen versehen werden, wobei
die in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinngeman auf gleiche Teile mit
gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen tibertragen werden kdnnen. Auch
sind die in der Beschreibung gewahlten Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die
beschriebene Figur bezogen und sind bei einer Lageanderung sinngemaf auf die neue Lage zu
Ubertragen. Auch kénnen Einzelmerkmale oder Merkmalskombinationen aus den gezeigten und
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beschriebenen Ausflihrungsbeispielen firr sich eigensténdige erfinderische Losungen darstellen.

[0037] In den Figur 1 bis 10 ist eine Lasermaschine bzw. ein Laserplotter 1, insbesondere Flach-
bett-Laserplotter 1, dargestellt, wobei der Laserplotter 1 zum Abarbeiten eines oder mehrerer
Jobs 2 in Form eines Bearbeitungsprozess fiir das Schneiden, Gravieren, Markieren und/oder
Beschriften eines vorzugsweise flachen Werkstlickes 3 ausgebildet ist.

[0038] Der Laserplotter 1 weist ein Gehause 4 auf, wobei in dem Gehause 4 samtliche Elemente,
wie beispielsweise Antriebe, Elektronik, Laserquelle, usw., integriert sind, sodass der Laserplotter
1 als Stand-Alone Geréat betrieben werden kann. Dabei weist der Laserplotter 1 zumindest einem
Bearbeitungsraum 5 zum Positionieren des Werkstiickes 3 auf eine Bearbeitungsoberflache 6
eines Bearbeitungstisches 7 auf. Weiters weist der Laserplotter 1 zumindest eine Strahlenquellen
8 in Form eines Lasers 9 und eine Steuereinheit 10 zum Steuern des (ber vorzugsweise einen
Riemenantrieb betriebenen Schlittens 11 mit daran verfahrbar angeordneten Laserkopf 12 bzw.
Fokussiereinheit 12 auf, wobei der Laserkopf 12 mit einer Abdeckhaube 12a versehen ist. Die
Steuereinheit 10 ist dabei auch fir weitere Funktionen, wie beispielsweise Absaugung, Positio-
nierung, Sensoren usw., zustandig.

[0039] Der Vollstéandigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass der Laserplotter 1 Gber An-
schliisse bzw. Leitungen 13 zur Energieversorgung oder zur Anbindung ans Intranet und/oder
Internet 14, wie schematisch dargestellt, ausgestattet ist bzw. sein kann. Dabei ist es méglich,
dass Uber eine Schnittstelle oder Leitung bzw. drahtlos die Verbindung mit externen Komponen-
ten 15, wie einem Laptop 15a bzw. Computer, einer automatischen Zufiihreinheit, ein Férder-
band, ein Entnahmeroboter usw. direkt oder liber das Intranet und/oder Internet 14, insbesondere
einer Cloud, bzw. per WLan oder Bluetooth verbunden sein kann. Dabei kénnen Daten zum Be-
arbeiten des Werkstlickes 3 von der externen Komponente 15, insbesondere dem Laptop 15a,
Ubertragen werden, wobei diese vorzugsweise in Form eines Jobs 2(a-d) Ubersendet werden. Bei
der Ausfihrung des Stand-Alone Geréates nach Fig. 1 erfolgt ein manuelles Einlegen und Entneh-
men des Werkstiickes 3 von einem Bediener auf dem Bearbeitungstisch 7 in dem Bearbeitungs-
raum 5, wobei anschlieBend ein Text und/oder Grafik 16 oder ein Job 2, wie dies beispielsweise
am Laptop 15a erstellt wurde, Uber eine Bedieneinheit 17 am Laserplotter 1 oder direkt von der
externen Komponente 15, insbesondere Laptop 15a, gestartet wird. Auf die detaillierte Beschrei-
bung der Funktion des Laserplotters 1, sowie das Bearbeiten des Werkstlickes 3 wird verzichtet,
da hierzu derartige Laserplotter 1 bereits aus dem Stand der Technik bekannt sind. Es wird le-
diglich darauf hingewiesen, dass es sich um einen Laserplotter 1 zum Abarbeiten von sogenann-
ten Jobs 2 bzw. Grafik u/o Text 16 fiir das Schneiden, Gravieren, Markieren und/oder Beschriften
eines vorzugsweise flachen Rohlings 3, insbesondere Werkstlick 3, handelt. Dabei wird der La-
serplotter 1 fiir Werkstlickdicken vorzugsweise von beispielsweise bis zu 100 mm eingesetzt. Als
Werkstlicke 3 bzw. Rohlinge 3 werden vorzugsweise Papier, Platten, Textilien, Plexiglas, Holz,
Kunststoff, usw. verarbeitet. Wesentlich bei derartigen Laserplottern 1 ist, dass diese einen Be-
arbeitungsraum 5 aufweisen, in dem vorzugsweise ein mit einem Riemenantrieb betriebener
Schlitten 11 mit daran verfahrbarer Fokussiereinheit 12 bzw. Laserkopf 12 bewegt bzw. verfahren
wird. Hierzu wird von der Strahlenquelle 8, insbesondere Laser 9, wie schematisch dargestellt,
ein Laserstrahl 18 tGiber Umlenkelemente (nicht dargestellt) an die Fokussiereinheit bzw. Laser-
kopf 12 gelenkt, von der der Laserstrahl 18 in Richtung Werkstiick 3 abgelenkt und fokussiert
wird, sodass der Rohling 3 bzw. Werkstlick 3 entsprechend dem in die Steuereinheit 10 gelade-
nen Job 2 bzw. Grafik u/o Text 16 bearbeitet, insbesondere graviert oder geschnitten, wird. Hier-
bei ist es vorteilhaft, wenn der Laserplotter 1 mit einer Sicherheitsabschirmung 19 ausgestattet
ist, die bei einem Bearbeitungsprozess, wie in Fig.1 ersichtlich, aktiviert und ausgefahren ist. Da-
mit wird erreicht, dass ev. reflektierte Laserstrahlen 18 aufgefangen werden kénnen und gleich-
zeitig wird das Hineingreifen in den Bearbeitungsraum 5 erschwert bzw. verhindert. Da bei der
Bearbeitung der unterschiedlichen Materialen durch den Laserstrahl 18 bei der Verdampfung von
Material Abgase bzw. Dampfe, insbesondere Rauch bzw. Gase bzw. Partikel, entstehen, ist es
notwendig, dass der Laserplotter 1 eine entsprechende Absaugung aufweist, wozu zur besseren
Absaugung es mdglich ist, dass am Laserkopf 12 eine Luftleitdisc 20 befestigt ist.

[0040] Erfindungsgemaf ist nunmehr vorgesehen, dass der maximale Bearbeitungstisch 7 in
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mehrere physikalischen Bearbeitungsbereiche bzw. Bereiche / Areas 21, wie in Figur 2 mit strich-
lierten Linien gezeigt, aufgeteilt ist, die von der Steuereinheit 10 verwaltet werden.

[0041] Vorzugsweise sind bei dem gezeigten Ausfiihrungsbeispiel vier Areas 21a-d, wie mit
strichlierten Linien in Figur 2 eingezeichnet, definiert, wobei jedem Area 21a-d verschiedene
Funktionen bzw. Parametern, wie beispielsweise Button, Safetype, Sensoren, usw., zugeteilt
sind. Weiters weisen die Areas 21 auch einen Sicherheitsbereich 22a-d, wie mit strich-punktierter
Linie und Schraffur eingezeichnet, auf, damit der Laserkopf 12 mit ev. befestigten Luftleitdisc 20
beim Bearbeiten zweier unterschiedlicher Areas 21a-d mit unterschiedlich hohen Werkstiicken 3
der Laserkopf 12 nicht gegen ein Werkstlick 3 kracht bzw. fahrt, d.h., dass der Laserkopf 12 nur
innerhalb des Sicherheitsbereiches 22 a-d die einzelnen Areas 21a-d mit dem Laserstrahl 18
bearbeiten kann, wodurch sichergestellt ist, dass der Laserkopf 12 nicht in den Bearbeitungsbe-
reich eines anderen Areas 21a-d ragt, wie schematisch mit strichlierten Linien in Area 21a einge-
zeichnet. Weiters weisen die einzelnen Areas 21a-d auch einen Fix- / Anschlagpunkt, insbeson-
dere einen Startpunkt 23a-d, wie schematisch mit einem Kreis in Fig 2 dargestellt, fiir die Bear-
beitung eines Werkstiick 3 auf. Die Startpunkte 23a-d werden dabei von den AuBenkanten des
Bearbeitungstisch 7 gebildet, sodass das Werkstiick 3 entsprechend angelegt werden kann.
Dadurch wird erreicht, dass jedes Area 21a-d einen definierten Punkt bzw. Anschlag fir das
Werkstlick 3 zum Start eines Bearbeitungsprozesses hat. Selbstverstandlich ist auch ein anderer
Startpunkt 23a-d firr eingelegte Werkstiicke 3a-d mdglich, der individuell eingestellt werden kann.

[0042] Man kann also sagen, dass die Steuereinheit 10 den Bearbeitungstisch 7 in physikalische
Bereiche/Bearbeitungsbereiche bzw. Areas 21a-d aufteilt und entsprechende Funktionen bzw.
Parametern diesen Areas 21a-d zugeordnet sind.

[0043] Damit diese physikalischen Areas 21a-d angesprochen bzw. konfiguriert werden kénnen,
sind entsprechende softwareseitige Einstellungen notwendig, wie in den Figuren 3 bis 7 beispiel-
haft gezeigt. Hierzu ist in den Figuren 3 bis 7 eine externe Komponente 15, insbesondere ein
Laptop 15a, gezeigt, auf dem eine Software-Anwendung 24, insbesondere die Software ,Ruby®
des Anmelders, ged6ffnet und schematisch dargestellt ist.

In Figur 3 ist nun die Anwendung/Konfiguration fiir den Laserplotter 1 geman Figur 1 dargestellt,
wobei im Darstellungsbereich 25 die Grafik 16 und/oder der Text 16 gezeigt ist. Dabei wird der
gesamte Darstellungsbereich 25 als eine gesamte Flache/Tisch definiert, sodass die vier virtuel-
len Areas 21a-d zu einem einzigen groB3em Area 21 verschmelzen, d.h., dass nunmehr der La-
serkopf 12 liber den gesamten Bearbeitungstisch 7 angewandt und eingesetzt werden kann und
somit die Sicherheitsbereich 22 zwischen den Areas 21a-d ignoriert werden.

[0044] Weiters ist es aber auch mdglich, dass der Darstellungsbereich 25 auf mehrere Sektionen
26 aufgeteilt bzw. mehrere Sektionen 26 hintereinander angeordnet und eingeblendet werden
kdnnen. Hierzu ist beispielsweise in Figur 4 der Darstellungsbereich 25 der Software 24 auf vier
Sektionen 26a-d aufgeteilt. Damit ist nunmehr méglich, dass vier unterschiedliche Bearbeitungs-
prozesse auf einer Lasermaschine, insbesondere Laserplotter 1, erzeugt und durchgefiihrt wer-
den kdnnen, wie dies spater noch gezeigt und beschrieben. Durch die Auswahl von vier Sektio-
nen 26a-d in der Software 24 kénnen auch vier unterschiedliche Grafiken/Texte 16a-d erzeugt
oder geladen werden. Korrespondierend zu den vier Sektionen 26a-d werden bei einem Bearbei-
tungsprozess auch die vier Areas 21a-d des Bearbeitungstisches 7 aktiviert und verwendet, so-
dass vier Werkstiicke 3a-d, gemas Figur 8, eingelegt werden kénnen. Grundsatzlich sind so viele
Sektionen 26a-d, wie auch Areas 21a-d zur Verfiigung stehen, mdéglich, da eine Sektion 26 einen
Area 21 entspricht, wobei jedoch die Sektionen 26a-d und Areas 21a-d zusammengefasst bzw.
kombiniert werden kénnen, wie nachstehend beispielhaft beschrieben.

[0045] Als vorteilhaft hat sich gezeigt, wenn die Anzahl der Sektionen 26 ausgewahlt und definiert
werden, worauf die einzelnen Sektionen 26 durch einfaches Anklicken vergréBert werden kdn-
nen, sodass nur diese Sektion 26 erstellt bzw. bearbeitet werden kann und gleichzeitig die wei-
teren Parameter, Funktionen zu dieser Sektion 26 eingestellt werden kann. AnschlieBend kann
die vergréBerte Darstellung geschlossen werden und es ist wieder eine Ubersicht zu allen Sekti-
onen 26, in diesem Fall vier Sektionen 26a-d, ersichtlich.

6/21



AT 527 637 B1 2025-06-15

7

T

[0046] In Figur 5 ist eine Anwendung der Software 24 mit drei aktivierten Sektionen 26a, c und d
gezeigt, wobei die Sektionen 26a und b zu einer Sektion 26a/b zusammengefiigt sind, d.h., dass
korrespondierend die Areas 21a und 21b ebenfalls zu einem Area 21a/b verschmelzen und der
Sicherheitsbereich 22 zwischen den Areas 21a und b nicht aktiv ist, wogegen die Sicherheitsbe-
reiche 22 bei den Areas 21c und 21d und 21a/b zu 21¢ und 21a/b zu 21d jedoch wieder vollstan-
dig aktiviert sind. Somit wird ein groBer Bereich (Sektion 26a/b, Area 21a/b) am Bearbeitungstisch
7 und zwei kleinere Bereich (Sektion 26 ¢ und 26d, Area 21¢ und 21d) am Bearbeitungstisch 7
geschaffen, in die mehrere, insbesondere drei, Werkstlicke 3 eingelegt werden kdnnen.

[0047] In Figur 6 ist ein Ausfiihrungsbeispiel mit zwei Sektionen 26a/b und 26¢/d gezeigt, wobei
hier wiederum die Sektionen 26 a und b sowie die Sektionen 26¢ und d zu jeweils einer Sektion
26a/b und 26c¢/d verbunden sind. Alternativ (nicht dargestellt) kénnte auch die Sektionen 26a und
¢ und Sektionen b und d zu jeweils einer Sektion 26a/c und 26b/d und weitere mdégliche Varianten
verbunden werden. Korrespondierend hierzu werden wieder die Areas 21a-d bei einem Bearbei-
tungsprozess angesteuert.

[0048] Weiters ist auch noch ein sogenannter Tandem-Betrieb 27, wie schematisch in Figur 7
gezeigt, einstellbar. Beim Tandem-Betrieb 27 wird die Sicherheitsabschirmung 19a, die den Be-
arbeitungstisch 7 teilt, im Bearbeitungstisch 7 hochgefahren, sodass auf einer Seite der Laserkopf
12 samt Schlitten 11 des Werkstlick 3 bearbeiten kann und die zweite Halfte des Bearbeitungs-
tisch 7 mit Werkstiicken 7 beladen werden kann, wozu die seitlichen Sicherheitsabschirmungen
19 auf der entsprechenden Seite eingefahren werden kénnen. Ist die zweite Halfte beladen und
die Sicherheitsabschirmungen 19 wieder ausgefahren, so erkennt dies die Steuereinheit 10. Vor-
zugsweise wird anschlieBend nach Abschluss des Bearbeitungsprozesses in der anderen Hélfte
dann die mittlere Sicherheitsabschirmung 19a wieder eingefahren und der Schlitten 11 wechselt
auf die andere Halfte, worauf die mittlere Sicherheitsabschirmung 19a wieder geschlossen bzw.
hochgefahren wird, und die zweite Halfte bearbeitet werden kann, wie dies beispielsweise in Fig.
1 und 10 gezeigt. Somit kann anschlieBend die erste Hélfte wieder beladen werden. Dieser Tan-
dem-Betrieb 27 ist beispielsweise im Darstellungsbereich 25 mit zwei vollen Linien eingetragen,
sodass die Sektionen 26a-d ebenfalls auswahlbar bzw. aktivierbar sind. Hierbei ist in Figur 7 ein
Tandem-Betrieb 27 mit drei Sektionen 26a/b und 26¢ und 26d, wie in Figur 5 ebenfalls gezeigt,
beispielhaft gezeigt.

[0049] In Figur 8 ist nunmehr eine Anwendung des Laserplotters 1 mit vier Sektionen 26 (26a-d)
geman Laptop 15a als Beispiel gezeigt, sodass der Bearbeitungstisch 7 ebenfalls mit vier virtu-
ellen Areas 21 (21a-d) konfiguriert ist, wie beispielsweise in Figur 4 beschrieben. Dabei wurden
beispielsweise an der externen Komponente 15, insbesondere am Laptop 15a, zuerst die Soft-
ware 24 gedffnet und die Texte oder Grafiken 16a-d erstellt oder geladen. Zusatzlich kann bzw.
mussen in der Software 24 fir jede Sektion 26a-d noch weitere Parameter, wie beispielsweise
Laserleistung, Werkstiickmaterial, Materialdicke, usw., eingestellt werden. Alternativ kénnen
auch einzelne oder alle Jobs 2a-d geladen werden oder direkt an den Laserplotter 1 libersendet
werden. Der Beniitzer kann anschlieBend oder aber auch zuvor die unterschiedlichsten Werkstu-
cke 3a-d aus unterschiedlichsten Materialien und Dicken (wie dargestellt) einlegen. Hierbei ist
erstmals die Mdglichkeit geschaffen worden, dass Werkstiicke 3a-d aus unterschiedlichen Mate-
rialien, wie beispielsweise Aluminium (Werkstiick 3a), Holz (Werkstlick 3b), Leder (Werkstiick 3c)
und Akryl (Werkstlick 3d), eingelegt werden kénnen, da entsprechend unabhéngige Jobs 2a-d
Ubersandt werden bzw. wurden, aus denen von der Steuereinheit 10 anschlieBend ein gesamter
Bearbeitungsprozess fiir die unterschiedlichen Areas 21a-d erstellt wird.

[0050] Bevorzugt wird dabei, jedes Werkstiick 3a-d fiir sich bearbeitet, d.h., dass zuerst das
Werkstlick 3a bearbeitet wird und anschlieBend das Werkstlick 3b, worauf das Werkstlck 3c und
am Schluss das Werkstlick 3d folgt. Somit wird erreicht, dass bei unterschiedlich dicken Werk-
stlicken 3a-d, wie dargestellt, der Laserkopf 12, insbesondere die Fokussierung des Laserstrahls
18, nur am Beginn der Bearbeitung des Werkstlickes 3a-d eingestellt bzw. angepasst wird. Da
bei derartige Laserplottern 1 die Materialhdhe bzw. Dicke des Werkstlickes 3a-d durch die Héhe
des Laserkopfes 12 eingestellt wird, also fokussiert wird, ist der Bearbeitungstisch 7 fix eingestellt
und der Laserkopf 12 verandert den Abstand zur Bearbeitungsoberflache 6 bzw. wird zur Werk-
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stlickoberflache eingestellt. Damit nunmehr der Laserkopf 12 nicht in ein dickes Werkstiick 3b
fahren kann, wie beim Werkstiick 3 b gezeigt, ist der Sicherheitsbereich 22 wichtig. Durch den
Sicherheitsbereich 22 wird erreicht, dass der Laserkopf 12 nur so weit verstellt wird, dass dieser
nicht bzw. nur geringfligig, entsprechend des weiteren Sicherheitsbereich 22, liber den Areabe-
reich bzw. Gber das virtuelle Area 21 hinausfahrt, sodass der Laserkopf 12 nicht gegen ein dicke-
res Material im benachbarten Area 21 stoBBen bzw. fahren kann.

[0051] Genauso kann der Laserplotter 1 fiir andere virtuelle Areas 21(a-d), die Uber die gewahl-
ten Sektionen 26(a-d) geman den Figuren 3 bis 7 definiert werden, konfiguriert werden. Als wei-
ters Ausfiihrungsbeispiel wird in Figur 9 und 10 der Tandem-Betrieb 27 gemaB Figur 7 gezeigt,
d. h, dass in der Software, insbesondere in Ruby, drei Sektionen 26ab, ¢ und d im Tandem-
Betrieb 27 definiert wurden und die entsprechenden Jobs 2a/b, ¢ und d erstellt wurden. Weiters
ist ersichtlich, dass die tischhélfte, trennende Sicherheitsabschirmung 19a und die auBen umlau-
fenden Sicherheitsabschirmung 19 in Figur 9 nur flr eine Tischhalfte ausgefahren sind, sodass
die Werkstlicke 3¢ und 3d noch beladen werden kénnen. In Figur 10 ist der Bearbeitungstisch 7
vollstandig beladen und alle Sicherheitsabschirmungen 19 und 19a sind ausgefahren.

[0052] Der Schlitten 11 befindet sich dabei auf der Seite der Areas 21a/b und bearbeitet diesen
Bereich, wobei der weitere Bereich/Areas 21c, d fir die néchste Bearbeitung beladen werden
kann, gemaf Figur 9 oder bereits beladen wurde, geman Figur 10. Sobald nunmehr die erste
Tischhélfte fertig bearbeitet ist, wechselt der Schlitten 11 auf die weitere Tischhélfte mit den Areas
21c und d, in dem die trennende Sicherheitsabschirmung 19a eingefahren wird und der Schlitten
11 auf die andere Seite wechselt, sodass anschlieBend die Sicherheitsabschirmung 19a wieder
ausgefahren wird und die erste Tischhélfte beladen werden kann, wahrend die zweite Tischhélfte
bearbeitet wird. Hierbei ist nun ersichtlich, dass bei zusammengelegten Sektionen 26a/b bzw.
Areas 21a/b die gesamte Breite des Bearbeitungstisch 7 geniitzt werden kann, wogegen bei ak-
tivierten Sektionen 26 ¢ und d bzw. Areas 21c¢ und d nur die Halfte der Tischbreite zur Verfligung
steht, jedoch zwei Werkstlicke 3¢ und 3d aus unterschiedlichen Materialen bearbeitet werden
kann. Der Vollstandigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass auch Werkstiicke 3 aus gleichem
Material in den einzelnen Areas 21a-d bzw. Sektionen 26a-d definiert und eingelegt werden kon-
nen.

[0053] Weiters ist es mdglich, dass ein individualer Startpunkt 23 fiir die einzelnen Areas 21 und
Sektionen 26 festgelegt werden kann, indem beispielsweise manuell der Laserkopf 12 fiir jedes
aktive Area 21/Sektion 26 eingestellt und bestétigt/gespeichert wird. AnschlieBend kann der Be-
arbeitungsprozess gestartet werden.

[0054] Dariiber hinaus ist es mdglich, dass bei der Ubersendung der Jobs 2 (a-d) fiir die definier-
ten Areas 21(a-d)/Sektionen 26(a-d) diese zu einem einzigen Job 2 zusammengefasst sind, d.h.,
dass beispielsweise bei vier definierten Sektionen 26a-d fir die daraus korrespondierenden vier
Areas 21a-d nicht vier Jobs 2a-d Ubersendet werden, sondern nur noch ein Job 2 in denen die
vier Jobs 2 enthalten sind. Somit braucht die Steuereinheit 10 nur noch diesen einen Job 2 in
einen Bearbeitungsprozess umwandeln und nach Start der Bearbeitung diesen abarbeiten.
Grundsatzlich kann dabei der Bearbeitungsprozess durch den oder die Jobs 2 gebildet sein. Dies
gilt fir die gesamte Beschreibung.

[0055] Grundsétzlich kann also gesagt werden, dass ein Laserplotter 1, insbesondere Flachbett-
Laserplotter, zum Abarbeiten zumindest eines Jobs 2 fiir das Schneiden, Gravieren, Markieren
und/oder Beschriften eines vorzugsweise flachen Werkstiickes 3, der zumindest ein Gehause 4
mit einem Bearbeitungsraum 5 zum Positionieren eines Werkstlickes 3 auf einem Bearbeitungs-
tisch 7 ausbildet, wobei dieser zumindest eine Strahlenquelle 8 in Form eines Lasers 9 und eine
Steuereinheit 10 zum Steuern des Uber vorzugsweise einen Riemenantrieb betriebenen Schlit-
tens 11 mit daran verfahrbar angeordneter Fokussiereinheit 12 bzw. Laserkopf 12 aufweist, wobei
die Steuereinheit 10 zum Aufteilen einer maximal mdgliche Bearbeitungsflache des Bearbei-
tungstisches 7 in mehrere virtuelle Bereiche, insbesondere Areas 21, und zum Zuweisen in Sek-
tionen/logische Bearbeitungsbereiche 26 ausgebildet ist, auf welchen Jobs 2 die mit unterschied-
lichen Parametern/Einstellungen auf verschiedenen Werkstiicken 3 und unterschiedlichen Mate-
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rialien je nach Vorgabe vom Job 2 anwendbar sind. Man kann also sagen, dass die Steuereinheit
10 zum Aufteilen des Bearbeitungstisch 7 in mehrere, insbesondere zwei, drei, vier, oder mehr
virtuelle Bearbeitungsbereich, insbesondere Areas 21, ausgebildet ist, und dass von der Steuer-
einheit 10 jedem virtuellen Bearbeitungsbereich, insbesondere Area 21, ein eigener Job 2 mit
unterschiedlichen Parameter/Einstellungen zuordenbar ist, sodass in den virtuellen Bearbei-
tungsbereichen, insbesondere Areas 21, auf dem Bearbeitungstisch 7 verschiedene Werkstiicke
3 aus unterschiedliche Materialen je nach Vorgabe des Jobs 2 einlegbar sind, eingesetzt, wird.
Ebenfalls wird ein korrespondierendes Verfahren zum Betreiben eines Laserplotters 1, insbeson-
dere eines Flachbett-Laserplotters, zum Bearbeiten vorzugsweiser flacher Werkstlicke 3 firr zu-
mindest einen abzuarbeitenden Job 2 fiir das Schneiden, Gravieren, Markieren und/oder Be-
schriften eines Werkstiickes 3 bzw. Rohlings 3, bei dem in einem Gehause 4 des Laserplotters 1
zumindest eine Strahlquellen 8 in Form eines Lasers 9 eingesetzt wird, der auf das zu bearbei-
tendes Werkstlick 3 einwirkt, wobei das Werkstiick 3 in einem Bearbeitungsraum 5 definiert ab-
gelegt wird und ein von der Strahlquelle 8 abgegebener Laserstrahl 18 iber Umlenkelemente an
eine Fokussiereinheit 12 bzw. Laserkopf 12 gesendet wird, von der der Laserstrahl 18 in Richtung
Werkstlick 3 abgelenkt und zur Bearbeitung fokussiert wird, wobei Uber eine Steuereinheit 10,
insbesondere die Positionssteuerung zum Werkstiick 3 durch eine laufende Software erfolgt, so-
dass das Werkstiick 3 bevorzugt zeilenweise durch Verstellung eines Schlittens 11 {iber vorzugs-
weise einem Riemenantrieb in X-Y-Richtung bearbeitet wird, wobei die maximal mégliche Bear-
beitungsflache des Bearbeitungstisch 7 in mehrere virtuelle Bereiche, insbesondere Areas 21,
aufgeteilt und durch die Steuereinheit 10 in Sektionen/logische Bearbeitungsbereiche 26 zuge-
wiesen werden, auf welchen Jobs 2 die mit unterschiedlichen Parametern/Einstellungen auf ver-
schiedenen Werkstlicken 3 und unterschiedlichen Materialien je nach Vorgabe vom Job 2 ange-
wandt werden. Ebenfalls kann gesagt werden, dass der Bearbeitungstisch 7 in mehrere, insbe-
sondere zwei, drei, vier, oder mehr virtuelle Bearbeitungsbereiche, insbesondere Areas 21, auf-
geteilt wird, wobei jedem virtuellen Bearbeitungsbereich, insbesondere Area 21, ein eigener Job
2 mit vorzugsweise unterschiedlichen Parametern/Einstellungen zugeordnet wird, sodass in den
virtuellen Bearbeitungsbereichen, insbesondere Areas 21, auf dem Bearbeitungstisch 7 verschie-
dene Werkstlicke 3 aus unterschiedlichen Materialen je nach Vorgabe des Jobs 2 eingelegt wer-
den, angewandt wird.

[0056] Bei der beschriebenen erfindungsgemaBen Lésung wird eine physisch vorhanden Arbeits-
flache (Bearbeitungstisch 7) einer Maschine (Laserplotter 1) in abgegrenzte logische Arbeitsfla-
chen (Areas 21) zerteilt. Die logischen Arbeitsflachen (Areas 21) kdnnen unabhangig mit Material
(Werkstlicken 3) und Bearbeitungsvorgaben belegt und ihre Abarbeitung gestartet werden.
Hierzu muss der maschinenbauliche, stromungsmechanische, elektrische, software- und sicher-
heitstechnische Aufbau so gestaltet sein, dass eine qualitative hochwertige, effiziente und sichere
Bearbeitung innerhalb der logischen Arbeitsflache (Areas 21) ermdglicht wird. Damit ist nunmehr
auch erstmals mdglich, dass unterschiedliche Werkstlicke 3 aus unterschiedlichen Materialen
eingelegt werden kdnnen und in einem Bearbeitungsprozess abgearbeitet werden kénnen.

[0057] Weiters ist es mdglich, dass sowohl an der externen Komponente 15, insbesondere am
Laptop 15a, eine oder mehrere Sektionen 26 auswahlbar sind, die korrespondierend die virtuellen
Areas 21 am Laserplotter 1 auswahlen und aktivieren, als auch an der Bedienereinheit 17 eine
oder mehrere Sektionen 26 auswahlbar sind, die korrespondierend die virtuellen Areas 21 am
Laserplotter 1 auswahlen und aktivieren. Grundsétzlich ist zu erwdhnen, dass samtliche Einstel-
lungen, Verwaltung, Erstellung, Parametrisierung tiber die externe Komponente 15 als auch Giber
die am Laserplotter 1 angeordnete Bedieneinheit 17 erfolgen kann.

[0058] Der Ordnung halber sei abschlieBend darauf hingewiesen, dass zum besseren Verstand-
nis des Aufbaus des Laserplotters 1 und deren Komponenten bzw. dessen Bestandteile teilweise
unmafstablich und/oder vergréBert und/oder verkleinert und vor allem nur schematisch darge-
stellt wurden.
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Laserplotter (1), insbesondere Flachbett-Laserplotter, zum Abarbeiten zumindest eines Jobs
(2) fur das Schneiden, Gravieren, Markieren und/oder Beschriften eines vorzugsweise fla-
chen Werkstiickes (3), der zumindest ein Gehause (4) mit einem Bearbeitungsraum (5) zum
Positionieren eines Werkstlickes (3) auf einem Bearbeitungstisch (7) ausbildet, wobei dieser
zumindest eine Strahlenquelle (8) in Form eines Lasers (9) und eine Steuereinheit (10) zum
Steuern des Uber vorzugsweise einen Riemenantrieb betriebenen Schlittens (11) mit daran
verfahrbar angeordneter Fokussiereinheit (12) bzw. Laserkopf (12) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mehrere Werkstlicke (3) gleichzeitig bearbeitbar sind und die Steuer-
einheit (10) zum Aufteilen einer maximal mdglichen Bearbeitungsflache des Bearbeitungsti-
sches (7) in mehrere virtuelle Bereiche, sogenannte Areas (21), und zum Zuweisen in Sek-
tionen/logische Bearbeitungsbereiche (26) ausgebildet ist, auf welchen Jobs (2) mit unter-
schiedlichen Parametern/Einstellungen auf verschiedenen Werkstlicken (3) und unterschied-
lichen Materialien je nach Vorgabe vom Job (2) anwendbar sind, wobei jedem virtuellen Be-
reich, insbesondere Area (21), ein Sicherheitsbereich (22) zugeordnet ist, der bei Zusam-
menlegen zumindest zweier Areas (21) in diesem Bereich inaktiv ist, um eine durchgehende
Bearbeitung zu ermdglichen.

Laserplotter (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (10)
zum Erzeugen eines Bearbeitungsprozess aus den Jobs (2) fiir die virtuellen Bearbeitungs-
bereiche, insbesondere Areas (21), ausgebildet ist.

Laserplotter (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass zum Ansteuern des Laserplotters (1) oder zum Erstellen des bzw. der Jobs (2) eine
externe Komponente (15), insbesondere ein Laptop (15a), angeschlossen bzw. verbunden
ist.

Laserplotter (1) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass an der externen Kompo-
nente (15), insbesondere am Laptop (15a), eine oder mehrere Sektionen (26) auswahlbar
sind, die korrespondierend die virtuellen Areas (21) am Laserplotter (1) auswéahlen und akti-
vieren.

Laserplotter (1) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass an der externen Kompo-
nente (15), insbesondere Laptop (15a), oder Bedienereinheit (17) einer Sektion (26) mehrere
virtuelle Bereiche, insbesondere Areas (21), zuordenbar sind.

Laserplotter (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein sogenannter Tandem-Betrieb (27) mdglich ist, bei dem eine durch den Bearbei-
tungstisch (7) verlaufende Sicherheitsabschirmung (19a) den Bearbeitungsbereich des La-
sers (9) bzw. Laserplotters (1) vom Entnahme- /Beladebereich trennt.

Laserplotter (1) nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass Fix-/Anschlagpunkte auf der maximalen Bearbeitungsflache insbesondere die vier
Ecken des Bearbeitungstisches (7), fiir den jeweiligen virtuellen Bereich, insbesondere Area
(21) auch als initialer Startpunkt (23) fir die Sektionen / logischen Bearbeitungsbereiche (21)
definiert ist.

Laserplotter (1) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Start des Bear-
beitungsprozesses aus mehreren Jobs die tatsdchlichen Startpunkte in den einzelnen Sek-
tionen / logischen Bearbeitungsbereichen relativ zum jeweiligen initialen Startpunkt einstell-
bar sind.

Verfahren zum Betreiben eines Laserplotters (1), insbesondere eines Flachbett-Laserplot-
ters, zum Bearbeiten vorzugsweiser flacher Werkstiicke (3) fiir zumindest einen abzuarbei-
tenden Job (2) fiir das Schneiden, Gravieren, Markieren und/oder Beschriften eines Werk-
stiickes (3) bzw. Rohlings (3), bei dem in einem Gehause (4) des Laserplotters (1) zumindest
eine Strahlquellen (8) in Form eines Lasers (9) eingesetzt wird, der auf das zu bearbeitendes
Werkstiick (3) einwirkt, wobei das Werkstiick (3) in einem Bearbeitungsraum (5) definiert
abgelegt wird und ein von der Strahlquelle (8) abgegebener Laserstrahl (18) tiber Umlen-
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kelemente an eine Fokussiereinheit (12) bzw. Laserkopf (12) gesendet wird, von der der
Laserstrahl (18) in Richtung Werkstiick (3) abgelenkt und zur Bearbeitung fokussiert wird,
wobei Uber eine Steuereinheit (10) die Positionssteuerung zum Werkstlick (3) durch eine
laufende Software erfolgt, sodass das Werkstiick (3) bevorzugt zeilenweise durch Verstel-
lung eines Schlittens (11) Uber vorzugsweise einen Riemenantrieb in X-Y-Richtung bearbei-
tet wird, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Werkstiicke (3) gleichzeitig bearbeitet
werden, wobei die maximal mdgliche Bearbeitungsflache des Bearbeitungstisches (7) in
mehrere virtuelle Bereiche, sogenannte Areas (21), aufgeteilt und durch die Steuereinheit
(10) in Sektionen/logische Bearbeitungsbereiche (26) zugewiesen wird, auf welchen Jobs
(2) mit unterschiedlichen Parametern/Einstellungen auf verschiedenen Werkstiicken (3) und
unterschiedlichen Materialien je nach Vorgabe vom Job (2) angewandt werden, wobei jeder
virtuelle Bereich, insbesondere Area / virtuelle Bearbeitungsflache (21), einen Sicherheits-
bereich (22) aufweist, der beim Zusammenlegen zumindest zweier Areas (21) zu einer Sek-
tion (26) in diesem Bereich deaktiviert wird, um eine durchgehende Bearbeitungsflache in-
nerhalb dieser Sektion / logischen Bearbeitungsbereiches (26) auf dem Bearbeitungstisch
(7) zu schaffen.

Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass aus den zugeordneten Jobs
(2) je Sektion / logischer Bearbeitungsbereich (26), insbesondere Area (21) ein gemeinsamer
Bearbeitungsprozess von der Steuereinheit (10) oder der externen Komponente (15), insbe-
sondere Laptop (15a), erzeugt wird.

Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass zum Ansteuern des
Laserplotters (1) oder zum Erstellen des bzw. der Jobs (2) eine externe Komponente (15),
insbesondere ein Laptop (15a), mit dem Laserplotter (1) verbunden wird.

Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass an der externen Komponente
(15), insbesondere am Laptop (15a), Sektionen (26) definiert werden, die entsprechend die
virtuellen Areas (21) am Laserplotter (1) auswahlen, verbinden und aktivieren.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass Fix-
/Anschlagpunkte auf der maximalen Bearbeitungsflache insbesondere die vier Ecken des
Bearbeitungstisches (7), fir den jeweiligen virtuellen Bereich, insbesondere Area (21) den
Startpunkt (23) fir die Area (21) definiert.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
sogenannter Tandem-Betrieb (27) fiir den Laserplotter (1) ausgewahlt wird, bei dem eine
Sicherheitsabschirmung (19a) aktiviert wird, welche zwei Sektionen, die jeweils aus virtuellen
Bereichen / Areas (21) von einer Seite der Abschirmung konfiguriert sind, zueinander ab-
schirmt, um so eine hauptzeitparallele Be- und Entladung der Sektionen sicher zu gewahr-
leisten.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass vor
dem Start des Bearbeitungsprozesses aus mehreren Jobs die tatsachlichen Startpunkte in
den einzelnen Sektionen / logischen Bearbeitungsbereichen relativ zum jeweiligen initialen
Startpunkt eingestellt werden.

Hierzu 10 Blatt Zeichnungen
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